
IoT／5Gとモビリティ分野を構成する信頼性評価

IoT ５Gそして、車載デバイスの制御回路には、コンデンサ等の電子部品
が実装されています。　これらのは、電子部品は温度により特性が変化
することから、使用環境に応じた信頼性評価が必要です。　

周囲環境の変化による実装基板のひずみや、自己発熱と周囲環境と
のひずみによる断線を測定することで、製品の信頼性を向上します。

IoT ５Gそして、車載で用いられる積層チップインダクタは、長期間使用する
ことで、電流と熱による断線による破壊が発生します。高温状態で導体
コイルに定電流を流すことで、寿命評価が行えます。　　
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通信用基板と電子部品車載に使われる電子デバイスと電子部品
パワーデバイスの増加

高電圧が用いられる、車載や通信基地局において、周囲環境の変化による
絶縁劣化は、製品の信頼性に大きな影響を及ぼします。これらの評価の
ために絶縁信頼性評価は、非常に重要です。

世界でエネルギーの需要が増える中、安全かつ長期安定して使用できる
効率の良いエネルギーを生み出すことが重要になってきています。　
その中で、風力発電、太陽光発電などの新しいエネルギーが台頭し、ハイブリットそして電気自動車、
インバータを搭載した白物家電（エアコン、冷蔵庫、洗濯機など）などの分野においては、
エネルギーを効率的に使用し無駄のない製品の開発が活発に行われています。

車載搭載デバイスは、広範囲の温湿度環境下で信頼性を保たな
ければならない。
　EVと電子化により高電圧化が進む
・自動車のEV化とADAS（先進運転支援システム）そして外部通信
 機能により、電子部品の搭載が増加
・エネルギーの効率化に伴う高電圧下での信頼性評価が増加

課題①　高電圧に対する放電や絶縁対策が必要　
さまざまな環境下で放電や基板間のショートによる故障対策が重要
　 高電圧下における絶縁評価

課題②　電子部品の広範囲温湿度下における信頼性が必要
　 温度特性評価と高温／恒温恒湿下における信頼性

課題②　電子デバイスの自己発熱増加による熱応力による劣化評価
　 温度サイクル試験における接合信頼性

課題③　スイッチング周波数増加による耐ノイズ性の向上
　 温度特性評価と高温下における信頼性

課題①　エネルギーを効率的に活用するための高電圧に対する
　　　　放電や絶縁対策が必要
　 高電圧下における絶縁評価

IoT ５Gそして、車載デバイスの制御回路には、コンデンサ等の電子部品が
実装されています。コンデンサは、通信回路や制御基板に用いられ、特に
車載では高温下での信頼性評価が重要です。

IoT／５Gによるデータ量の増加は、遠隔操作やマルチ通信そして、
自動車のADAS（先進運転支援システム）を可能とします。
通信基地局のエネルギー増加による高電圧化や高速通信に伴う
デバイス発熱の増加は、情報信頼性にとって大きな課題であり、評価が
必要です。

　通信基地局の高電圧化と大容量データ転送による自己発熱増加
・広範囲へ大量のデータ転送を実現するために制御機器やデータ
 サーバーが増加し大量のエネルギーが必要
・高速通信におけるデータ処理の増加で電子デバイスの自己発熱が増加
・電子部品の耐ノイズ性向上の為、さまざまな環境下での動作保証が必要

パワーデバイスの電流のON／OFFによる自己発熱サイクルは、配線断線
と放熱回路の破壊を引き起こします。製品の信頼性を向上させるために、
パワーサイクル試験をします。

パワーデバイスの電圧遮断時に回路のインダクタによるサージ電圧が
発生し、素子を破壊させてしまいます。製品の信頼性を向上させるために、
逆バイアス試験をします。　
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